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IMS –
isolierte Metall suBstrate / insulated Metallic suBstrates

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und fi nden Anwendung in folgenden Bereichen: 

- Kraftumwandlung (Gleichstrom, Wechselstrom) 

- Automobil- und Audiotechnik, Motorsteuerung und Stromumwandlung

- Schalter und halbleiterrelais

- Motorantriebe

- LED-Technik

iMs – typischer aufBau:

Aluminium Dicke: 0,5 mm - 3 mm 

Dielektrikum Dicke: 75 µm - 150 µm 

Kupferschichtdicken: 18 µm -  410 µm

Wärmeleitfähigkeit: 0,4 - 3,0 W/mK – 

  höhere auf Anfrage

Bei IMS-Material wird die Kupferfolie mittels Prepreg auf einen Metallkern, z. B. Aluminium oder Kupfer 

laminiert, wobei der Metallkern ein Bestandteil der Leiterplatte ist. Die Leiterplatte kann anschließend auf 

der Kupferfolienseite strukturiert werden. 

Technische Details zur Wärmeleitfähigkeit, Zyklentest usw. entnehmen Sie bitte unserem 

gesonderten Datenblatt „Materialeigenschaften und Wirkungsweisen von IMS-Materialien“ 

sowie unserem IMS-Materialdatenblatt.

Entsprechend der jeweiligen Einsatzgebiete gibt es verschiedene Ausführungen. Die Auswahl des Materials 

ist abhängig von Einsatzort und Layout. Durch ein optimales Layout können erhebliche Materialkosten 

eingespart werden.

Diese Technologie ist sowohl für einseitige als auch für doppelseitige Leiterplatten einsetzbar.
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aluminium platte

dielektrikum lage

kupferfolie



Beispielaufbau einer einseitigen Leiterplatte in IMS-Technik 
mit und ohne isolierte Bohrung zum Aluminium / Kupfer: 

Lötstopplack

Kupfer für Leiterbild

Prepreg Keramik – 
Glas oder ohne Glas

Aluminiumkern  
oder Kupferkern

Beispielaufbau einer doppelseitigen Leiterplatte in IMS-Technik 
mit Durchkontaktierung:

Lötstopplack

Kupfer für Leiterbild

Prepreg Keramik – 
Glas oder ohne Glas

Aluminiumkern  
oder Kupferkern

Beispiel EINER GEBOGENEN		  BEISPIEL EINER 
IMS-Schaltung:		TIEFENFR  ÄSUNG:

Lötstopplack

Kupfer mit 
Leiterbild-Design

Dielektrikum
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NDK-Bohrung ohne Isolierung

NDK-Bohrung
ohne Isolierung

NDK-Bohrung
ohne Isolierung

Tiefen-
bohrung

NDK-Bohrung mit Isolierung
z. B. Aluminium

DK-Bohrung isoliert zum Aluminium

Aluminium
oder 
Kupfer

Biegebereich mit Tiefenfräsung

Lötstopplack

Kupfer

Dielektrikum

Aluminium  
oder
Kupfer



Leiterplattengestaltung und Materialauswahl:
(Bitte sprechen Sie uns bei anderen Anforderungen an)

Metallkerne:	 siehe IMS-Materialdatenblatt

Dielektrikum (Isolationsdicke):	 siehe IMS-Materialdatenblatt

Kupferstärken:	 siehe IMS-Materialdatenblatt

Durchschlagsfestigkeit:	 siehe IMS-Materialdatenblatt

Bohrungen optimal:	 im Aluminium > 0,90 mm

Bohrungen isoliert zum Aluminium:	 werden 1 mm größer gebohrt als Enddurchmesser,

		  um eine gute Isolierung zu erhalten

Leiterbahnstrukturen:	 150 µm Breite und Abstand

		  diese Werte sind abhängig vom eingesetzten Basiskupfer

Lötstopplack:	 weiß, schwarz, grün, blau, rot – weitere Farben auf Anfrage

Endoberflächen:	H AL bleifrei / verbleit

		C  hem. Sn

		  Entek

		C  hem. Ni / Au (sehr aufwendig), daher kostenintensiv

Konturbearbeitung:	 Ritzen

		  Fräsen (Radius > 0,8 mm bevorzugt)

		  Tiefenfräsen

Sonderdrucke:	C arbon

		  Servicedruck

		  Abziehlack

Layout / Lötprozess:

Die Zuverlässigkeit der Lötstelle sowie die optimale Positionierung und Selbstzentrierung der Bauteile  

wird wesentlich vom Design des Lötpads beeinflusst, welches zudem zur guten Entwärmung beiträgt. 

Beim Löten sollte schnelles Aufheizen und Abkühlen vermieden werden, da diese Faktoren Lötfehler 

bewirken oder übermäßige Thermospannungen (Material / Lötstellen) verursachen können.
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